Die Mission von
IPC

Uber IPC-
Richtlinien

Erklarung des IPC
zu Anderungen der
Ausgabestande

Empfehlungen zur
Verbesserung von
Richtlinien

IPC ist ein weltweiter Branchenverband, der sich der Férderung der Wettbewerbsfahigkeit und des
finanziellen Erfolgs seiner Mitglieder widmet, die im Elektroniksektor tétig sind.

Um diese Ziele zu erreichen, setzt IPC Ressourcen fiir Programme zur Verbesserung von
Management und Technologie, zur Schaffung relevanter Richtlinien, fiir den Umweltschutz und fiir
zweckdienliche Beziehungen zu Behorden ein.

IPC ermutigt alle seine Mitglieder zur aktiven Teilnahme an diesen Aktivitdten und verpflichtet sich
zur umfassenden Zusammenarbeit mit allen Organisationen, die in diesem Zusammenhang relevant
sind.

Die Richtlinien und Verdffentlichungen des IPC sind so konzipiert, dass sie der Allgemeinheit
dadurch dienen, dass sie Missverstédndnisse zwischen Herstellern und Kéufern beseitigen, die
Austauschbarkeit und Verbesserung von Produkten erleichtern und Kéufer dabei unterstiitzen, das
richtige Produkt fiir ihre Anforderungen mit minimalem Aufwand in kiirzester Zeit auszuwidhlen
und zu beschaffen. Die Existenz solcher IPC-Richtlinien und -Verdffentlichungen darf in keiner
Weise Mitglieder und Nicht-Mitglieder des IPC daran hindern, Produkte herzustellen und zu
vertreiben, die diesen Richtlinien und Veréffentlichungen nicht entsprechen.

IPC-Richtlinien und -Verdffentlichungen werden vom IPC unabhingig davon verabschiedet, ob
davon Patente auf Artikel, Materialien oder Prozesse betroffen sind. Der IPC {ibernimmt dadurch
weder irgendeine Haftung gegeniiber Patentinhabern noch tibernimmt der IPC irgendwelche
Verpflichtungen gegeniiber Dritten, die eine IPC-Richtlinie oder -Veréffentlichung anwenden. Die
Anwender sind in vollem Umfang selbst dafiir verantwortlich, sich gegen alle Regressanspriiche zu
schiitzen, die sich aus Patentverletzungen ergeben konnten.

Die Einfithrung und Anwendung der Richtlinien und Verdffentlichungen des IPC sind freiwillig
und werden im Verhiltnis zwischen Kunde und Lieferant geregelt. Wenn eine IPC-Richtline

oder eine [PC-Verdffentlichung iiberarbeitet oder gedndert wird, ist die neueste Revision bzw.
Ergidnzung im Rahmen einer bestehenden Bezichung nicht automatisch anzuwenden, es sei denn,
dies ist im Vertrag vorgeschrieben. Der IPC empfiehlt die Anwendung der aktuellsten Ausgabe bzw.
Ergénzung.

Der IPC begriiit Kommentare zur Verbesserung der Richtlinien in seiner Bibliothek. Alle
Kommentare werden an das zustindige Komitee weitergeleitet.

Bei Anforderungen zur Anderung technischer Inhalte wird empfohlen, dem Antrag entsprechende
Daten beizufiigen. Technischen Kommentaren zur Aufnahme neuer Technologien oder zur Anderung
ver6ffentlichter Anforderungen sollten unterstiitzende technische Daten beigefiigt werden. Diese
Informationen werden vom Komitee bei der Bearbeitung des Kommentars verwendet.

Um Thre Kommentare einzureichen, besuchen Sie die Webseite ,,IPC Status of Standardization*
unter www.ipc.org/status.

©Copyright 2025. IPC International, Bannockburn, lllinois, USA. Alle Rechte nach den internationalen und panamerikanischen
Urheberrechtskonventionen vorbehalten. Jegliches Kopieren, Scannen oder sonstiges Reproduzieren dieser Dokumente ohne
die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist strengstens untersagt und stellt einen VerstoB3 gegen
das Urheberrechtsgesetz der Vereinigten Staaten dar.
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1.0 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich Diese Richtlinie ist eine Sammlung von Anforderungen an die visuelle qualitdtsbezogene Abnahme
elektronischer Baugruppen. Kriterien fiir die Auswertung von Schliff- oder Réntgenbildern sind nicht Gegenstand dieser
Richtlinie. Leitlinien flir die Auswertung von Réntgenbildern befinden sich in J-STD-001.

Dieses Dokument behandelt Abnahmeanforderungen fiir die Herstellung elektrischer und elektronischer Baugruppen. In
der Vergangenheit enthielten Richtlinien flr Elektronikmontage umfassendere Anweisungen hinsichtlich Grundsétzen und
Techniken. Fur ein umfassenderes Verstandnis der Empfehlungen und Anforderungen dieses Dokuments kann dieses Dokument
in Verbindung mit IPC-HDBK-001 oder IPC-AJ-820 verwendet werden.

Die Kriterien dieser Richtlinie zielen nicht darauf ab, Prozesse zur Durchflihrung von Montagevorgangen zu definieren, noch sollen
sie Reparaturen oder (Produkt-)Anderungen genehmigen. Beispielsweise impliziert/autorisiert/erfordert das Vorhandensein
von Kriterien fur das Kleben von Bauteilen nicht die Verwendung einer Befestigung durch Kleben, und die Darstellung von im
Uhrzeigersinn um einen Anschluss gewickelten (Anschluss-)Leitern impliziert/autorisiert/erfordert nicht, dass alle (Anschluss-)
Leiter im Uhrzeigersinn zu wickeln sind.

Anwender dieser Richtlinie sollten mit den geltenden Anforderungen des Dokuments und ihrer Anwendung vertraut sein, siehe
1.3 Klassifizierung.

IPC-A-610 enthalt Kriterien auRerhalb des Anwendungsbereichs von J-STD-001, die mechanische und sonstige
Verarbeitungsanforderungen festlegen. Tabelle 1-1 ist eine Zusammenfassung weiterfihrender IPC-Dokumente, mit denen
sich der moglicherweise Anwender vertraut machen mochte, um die Anforderungen dieses Dokuments besser zu verstehen.
Weitere referenzierte Dokumente befinden sich im Abschnitt 2.0 Anwendbare Dokumente.

Tabelle 1-1 Zusammenfassung weiterfilhrender Dokumente

Spezifikations-

Zweck des Dokuments Nr Definition
Konstruktionsrichtlinie IPC-222X Konstruktionsanforderungen mit drei Komplexitatsgraden (Stufe A, B oder C), die
IPC-7351 auf feinere Geometrien, groBere Dichten und mehr Prozessschritte zur Fertigung des
IPC-CM-770 Produktes hinweisen.
Leitlinien fiir Bauteile und Montageprozesse als Unterstlitzung fiir die Konstruktion
der unbestlickten Leiterplatte und der Baugruppe. Die Leiterplattenprozesse
konzentrieren sich auf SMD-Anschlussflachen und die Montage konzentriert
sich auf Grundsatze der Durchsteck- und SMD-Technik, die liblicherweise in den
Konstruktionsprozess und die Dokumentation einbezogen werden.
Leiterplatte — Anforderungen |IPC-601X Dokumentation der Anforderungen und Abnahmekriterien fiir starre, starr-flexible,
IPC-A-600 flexible und andere Arten von Substraten.
Prozessanforderungsrichtlinie | J-STD-001 Anforderungen an geldtete elektrische und elektronische Baugruppen mit

Darstellungen der Minimalanforderungen an die Merkmale des Endprodukts sowie
Bewertungsmethoden (Priifmethoden), Priifhdufigkeit und Anforderungen an die
relevante Fahigkeit der Prozesskontrolle.

Abnahmerichtlinie IPC-A-610 Dokument mit bildhafter Darstellung zur Erlduterung der unterschiedlichen
Merkmale der Leiterplatte und/oder Baugruppe. Gibt Hinweise zum erwtinschten
Zustand der Produkte, die tiber die Minimalanforderungen an die Merkmale in den
Endprodukt-Richtlinien hinausgehen. Es stellt eine Reihe abweichender Zustédnde
vor (Prozessindikator oder Fehler), um den Bedienern und Priifern die Erkennung
notwendiger Prozesskorrekturen zu ermoglichen.

Schulungsprogramme Dokumentierte Schulung zu Prozessen, Verfahren, Techniken und Anforderungen.
(optional)
Nacharbeit und Reparatur IPC-7711/7721 Dieses Dokument enthélt Prozessbeschreibungen zur Entfernung und zum Ersatz

von Schutzbeschichtungen und Bauteilen, zur Reparatur von Létstopplack sowie zur
Anderung/Reparatur von Laminatmaterial, Leiterbahnen und metallisierten Lochern
(Plated Through-Holes, PTHs).

Montage- und Figehandbuch | IPC-AJ-820 IPC-AJ-820 ist ein unterstiitzendes Dokument, das Informationen zur Absicht dieses
Spezifikationsinhalts bereitstellt und die technischen Griinde fiir den Ubergang

von Grenzwerten durch Kriterien vom zuldssigen Zustand zu fehlerhaftem Zustand
erklart oder ndher erlautert. Dartiber hinaus werden unterstiitzende Informationen
bereitgestellt, um ein breiteres Verstandnis der Prozessliberlegungen zu vermitteln,
die mit der Leistung in Zusammenhang stehen, aber im Allgemeinen nicht durch
visuelle Bewertungsmethoden unterscheidbar sind.

Die in IPC-AJ-820 enthaltenen Erldauterungen sollten bei der Bestimmung der
Disposition von als Fehler identifizierten Zustdnden und von Prozessen, die mit
Prozessindikatoren in Zusammenhang stehen, hilfreich sein und auch Fragen zur
Klarstellung bei der Verwendung und Anwendung des festgelegten Inhalts dieser
Spezifikation beantworten. Durch die vertragliche Bezugnahme auf IPC-A-610

wird der Inhalt von IPC-AJ-820 nicht zusatzlich vorgeschrieben, sofern in der
Vertragsdokumentation nicht ausdrtcklich darauf verwiesen wird.
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